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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成24年1月5日(2012.1.5)

【公開番号】特開2010-257695(P2010-257695A)
【公開日】平成22年11月11日(2010.11.11)
【年通号数】公開・登録公報2010-045
【出願番号】特願2009-105184(P2009-105184)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ   4/66     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ   9/04     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ   9/02     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ   9/06     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ   9/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  19/03     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  19/05     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/08     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/10     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ   4/66    　　　Ａ
   Ｃ２２Ｃ   9/04    　　　　
   Ｃ２２Ｃ   9/02    　　　　
   Ｃ２２Ｃ   9/06    　　　　
   Ｃ２２Ｃ   9/00    　　　　
   Ｃ２２Ｃ  19/03    　　　Ｍ
   Ｃ２２Ｃ  19/05    　　　Ｊ
   Ｃ２２Ｆ   1/08    　　　Ｂ
   Ｃ２２Ｆ   1/08    　　　Ｆ
   Ｃ２２Ｆ   1/08    　　　Ｊ
   Ｃ２２Ｆ   1/08    　　　Ｐ
   Ｃ２２Ｆ   1/10    　　　Ａ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６２２　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６２３　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６３０Ａ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６３０Ｍ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６３０Ｋ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６６１Ａ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６６１Ｃ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８５　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９１Ｂ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９１Ｃ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９４Ａ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６２７　

【手続補正書】
【提出日】平成23年11月15日(2011.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明者は、上記解決課題に鑑み、銅板にニッケル板が圧接された圧接材を冷間圧延す
る際のニッケル層の変形挙動を詳細に観察、検討した結果、ニッケル板の片側に銅板を配
置した圧接材を用いて冷間圧延すると、ニッケル層は銅層との接合部側から銅層の伸びに
追随しながら伸び、全体が変形するようになるが、ニッケル層が全体的に変形する前に銅
層側の変形が過度に進むと、圧延材はニッケル層側が凹むように反ってカールする。また
、ニッケル板の両側に銅板を配置した圧接材を用いて薄く冷間圧延すると、ニッケル層の
厚さが不適切であると、ニッケル層が銅層の伸びに追随できず、ニッケル層が破断するこ
とがわかった。本発明はかかる知見に基づきなされたものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　一方、前記銅層３，４は、通常、電気伝導性、熱伝導性に優れた純銅で形成されるが、
Ｃｕを９０％以上、好ましくは９５％以上を含む、Ｃｕ－Ｚｎ合金、Ｃｕ－Ｎｉ合金、Ｃ
ｕ－Ｚｒ合金、Ｃｕ－Ｓｎ合金、Ｃｕ－Ｆｅ合金、Ｃｕ－Ｔｉ合金、Ｃｕ－Ｃｒ合金、Ｃ
ｕ－Ｃｒ－Ｚｒ合金などの純銅に準ずる導電性、加工性の良好な銅合金を用いることがで
きる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　元板として焼鈍された幅３０mmの純Ｃｕ板、純Ｎｉ板、Ｎｉ－５％Ｎｂ合金板及びＮｉ
－５％Ｃｕ合金板を準備し、表１に示す組み合わせ、厚さ比となるようにこれらを重ね合
わせ、これを圧下率６０％で圧接し、８００℃で３分保持する拡散焼鈍を施した。さらに
焼鈍後の圧接材に冷間圧延を施して、幅が３０mmで全厚が２０μm あるいは１０μm のク
ラッド材を製造した。また、比較のため、厚さ２．２mmの単層の純Ｃｕ板（焼鈍材）を準
備し、上記と同様の条件で圧下、焼鈍を行い、さらに冷間圧延を施し、最終厚さ２０μm 
の銅箔を製造した。製造されたクラッド材の各層の厚さの比率は各元板の板厚比率と同様
であることが確認された。なお、表１中、「クラッド構成」、「元板の板厚構成」につい
て、例えば試料No. ３では「Ｃｕ／Ｎｉ／Ｃｕ」、「０．４５／１．３５／０．４５」と
記されているが、これは「Ｃｕ層，Ｎｉ層，Ｃｕ層がこの順序で接合されたクラッド材」
で、製造の際に用いた元板の配置がクラッド構成と同順序で「厚さが０．４５mmの純Ｃｕ
板、１．３５mmの純Ｎｉ板、０．４５mmの純Ｃｕ板」であることを意味する。また、「Ｎ
ｉＮｂ」、「ＮｉＣｕ」は、Ｎｉ－５％Ｎｂ合金層、Ｎｉ－５％Ｃｕ合金層を意味する。
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